
2024銘傳大學企業博覽
會企業報名懶人包

前程規劃處職涯發展中心 製作
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辦理說明 網路報名 媒合方式職缺建置



辦理說明
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辦理日期：兩校區學系專業不同，分別辦理企博會。

• 台北校區：113年5月8日(三)

• 桃園校區：113年5月9日(四)

報名方式：1. 加入本校「大學生工讀、實習、求職資訊整合平台」會員
2. 填寫線上企博會報名表

報名費用：為鼓勵企業參與，活動不收取任何費用。



報名流程

• Step 1.加入本校求職平台(請點此)，審核通過後不限於本次企博會使
用，往後企業職缺皆可於此平台刊登(若已加入則可跳至Step 3 )。
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http://mcujobs.mcu.edu.tw/member_login.php


報名流程

• Step 2.至您填寫的信箱收認證信，完成信箱驗證，並等待會員帳號審
核(約2個工作天 )。

點選『信箱驗證』，等候管理員審核
(審核時間約3~5個工作天)，審核結果
會用信件通知，審核通過才可開始啟
用系統。
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報名流程

• Step 3.填寫eform活動報名表(請點此)。
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https://eform.mcu.edu.tw/node/1977


建置徵才職缺

• 已報名企業請於113年2月27日至3月12日至求職平台建置所有職缺，審
核結果將於113年4月12日通知。
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職缺最多公告3個月
將自動下架，

5/8~5/9企博會職
缺請勿提早建置



媒合方式
• 學生至企博會網頁線上瀏覽職缺(或應徵)後，於企博會當天現場面談，
或企業另約其他時間及方式面試。

此欄位可填寫Email、電洽或附
上104連結…等等。同學將透過
此方法應徵該職缺，平台僅供
學生瀏覽資訊，無媒合功能。
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為符合就業相關法規，請務
必註明是否提供勞健保。
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